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Themenbereiche

Machine Learning - Einsatzmdglichkeiten in der SMT-Fertigung
Forschungsprojekte am FAPS Lehrstuhl

Modellierung des Schablonendrucks mittels Random Forest
Quality Prediction Use Case

Einsatz Neuronaler Netze im Drucker-Reinigungsprozess
Predictive Maintenance Use Case

Gradient Boosted Trees fur reduzierten Prufaufwand
Verringerte Rontgeninspektion mittels Quality Prediction

Ansatze fur die Objekterkennung mittels Computer Vision
Pre-Reflow Bauteilerkennung mit CV
Intelligente Lotstellenklassifikation
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Die Erprobung verschiedener Einsatzmoglichkeiten intelligenter Algorithmen erstreckt sich

entlang der kompletten SMT-Produktionskette.
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Die Vorhersage der Qualitat des Lotpastendrucks kann dazu beitragen,

schnell die geeigneten Druckparameter zu identifizieren.
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Die Vorhersage der Qualitat des Lotpastendrucks kann dazu beitragen,

schnell die geeigneten Druckparameter zu identifizieren.
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Die Vorhersage der Qualitat des Lotpastendrucks kann dazu beitragen,
schnell die geeigneten Druckparameter zu identifizieren.
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Predictive Maintenance im Bereich des Schablonendrucks bietet die Moglichkeit

einer bedarfsgerechten Schablonenreinigung.
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Predictive Maintenance im Bereich des Schablonendrucks bietet die Moglichkeit
einer bedarfsgerechten Schablonenreinigung.
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Predictive Maintenance im Bereich des Schablonendrucks bietet die Moglichkeit
einer bedarfsgerechten Schablonenreinigung.
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Mittels Quality Prediction soll der Prufaufwand fliir verdeckte Lotstellen

durch Rontgeninspektion unter 100% gesenkt werden.
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Mittels Quality Prediction soll der Prufaufwand fur verdeckte Lotstellen

durch Rontgeninspektion unter 100% gesenkt werden.
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Mittels Quality Prediction soll der Prufaufwand fur verdeckte Lotstellen
durch Rontgeninspektion unter 100% gesenkt werden.
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Mittels Quality Prediction soll der Prufaufwand fur verdeckte Lotstellen
durch Rontgeninspektion unter 100% gesenkt werden.

Input

Output

X-Ray = >52 Millionen Datensatze

!ri' = Fehler nur im dreistelligen
Bereich: Imbalanced Dataset

» Mehrere Feature Inputs pro
Pin-Messung

anuell

'~ ||||d|iie||l -

SIEMENS

Testergebnisse
n.i.O. i.0.

Analyse
Model

=
=

Hohe Pseudofehlerrate

Schlupf - kein Durchlassen
defekter Bauteile

Theoretischer, reduzierter
Testaufwand

Challenges

i.0 n.i.0

Over-/Undersampling

Data collection

= Verbesserte Vorhersagegenauigkeit

» Angleichen der Verteilungsrate
[Under-/Oversampling]

= Generalisierbarkeit des Models
[z.B. bauteilunabhangig]

= Problem durch Mehrfachnutzen

19.11.2019

13



Einsatzmoglichkeiten der Objekterkennung im Bereich der bildgebenden
Verfahren der SMT-Inspektionssysteme.
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Die Bauteilpriufung des AOI soll mittels Bilderkennung eines Algorithmus
nachgebildet werden.
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Reduktion der aufkommenden Pseudofehler mittels eines zwischengeschalteten
Expertensystems in der Rontgeninspektion.
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Uberpriifen von THT Bestiickung mittels Computer Vision fiir eine

effizientere Endkontrolle.
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